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^ ProcMi da ffabrlcaftlon d'una carta aana contact 

^7; L'invention ooncema un proc6d6 de fabrication d'une 
sans contact (1) portant un corps de carte (2), un mo- 
dule diectrontque (7) oomprenant une puce d circuit Int6and 
(8) et deux plages de contact (12), et une antenna (5) reli^ 
aux plages de contact (12) dudit module (7) par I'lntemi^ 
diaire da daux bomes da contact (15), caractArisd en ce 
qi/ll oomporte une 6tape selon laquelle on manage dans la 
corps da carta (2) une cavltd (17) laJssant apparaltre lesdh 
tes bomes de contact (15) de I'antenne (5), et une etape 
salon laquelle raporte fe module diectnonlque (7) dans la 
cavltd (17) du corps de carte (2). L'invention s'appllque k la 
fabrication de cartes sans contact mbctes ou non. destlntes 
par exemple k des operations du type tdldblltdtlque. 
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PROCEDE DE FABRICATION D^UNE CARTE SANS CONTACT 

L* invention concerne un proc^d^ de fabrication 
d'une carte sans contact comportant un corps de carte, 
un module 61ectronique et, connect6e audit module, une 
antenna. De telles cartes sont destinies d la 
5 realisation de diverses operations, telles que, par 
exemple, des operations de dibit dans des vehicules de 
transport en commun, et notamment dans le m^tro, le bus 
ou le train, des operations bancaires, des 
communications teiephoniques, ou diverses operations 

10 d' identification. Ces operations s*effectuent grSce ^ 
un couplage eiectromagnetique a distance entre le 
module electronique de la carte et un appareil 
recepteur ou lecteur. Le couplage peut etre realise en 
mode lecture ou en mode lecture/ ecriture. 

15 La presente invention ne concerne pas uniquement 

les cartes ayant un fonctionnement exclusivement sans 
contact. Elle concerne en outre des cartes mixtes, qui 
ont la possibilite de fonctionner selon les deux 
modalites : sans contact et par contacts. Ces cartes 

20 mixtes sont destinies, par exemple, a des operations du 
type teiebilietique dans lesquelles elles sont debitees 
^ distance d*un certain nombre d* unites lorsqu' elles 
passent au voisinage d'une borne (fonctionnement sans 
contact) , et dans lesquelles elles sont rechargees dans 

25 un distributeur compatible avec les cartes h contact 
standards (fonctionnement par contacts) . Dans la 
presente description, on appellera carte sans contact, 
une carte ayant un fonctionnement exclusivement sans 
contact, ou alors, une carte ayant un fonctionnement 

30 mixte. 

Telles qu* elles sont rialisees actuellement, les 
cartes sont des objets portables aux dimensions 
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normalisees. Neanmoins, dans le cas des cartes sans 
contact, lesdits objets portables comportent souvent 
une ^paisseur plus importante. La nome usuelle ISO 
7810 correspond & une carte de format standard de 85 nun 
5 de longueur, de * 54 mm de largeur, et de 0,76 mm 
d'^paisseur. chaque carte sans contact comporte un 
corps de carte constitu6 d'un assemblage de feuilles 
therraoplastiques et d'un module ^lectronique comprenant 
une puce i circuit intSgr^. Une antenne du type bobine 

10 d' inductance est connectie a la puce. Les cartes sans 
contact mixtes comportent en outre une interface d 
contacts const ituee, par exemple, par des plots 
superfxciels formant des metallisations. Les plots sont 
connect^s a la puce en vue de la realisation 

15 d' operations par contacts ou sans contact. 

On connait des precedes de realisation de cartes 
sans contact par la technique de colamination. Ces 
procedes consistent a disposer, entre les deux plateaux 
d'une presse, un empilement de feuilles 

20 thermoplastiques au milieu duquel on positionne le 
module eiectronique sans contact deji connecte & une 
antenne qui entoure le module* On effectue ensuite le 
soudage des differentes feuilles thermoplastiques en 
appliquant pression et temperature. 

25 Du fait des differences de coefficient de 

dilatation entre les materiaux utilises. Inaction 
combinee de la pression et de la temperature engendre 
une deformation residuelle d la surface de la carte et 
en regard du module eiectronique. Des zones de 

30 resistance dif ferentielle aux chocs et aux torsions 
sont creees. La carte obtenue n*est pas esthetique, a 
moins d'augmenter l*epaisseur de la carte, ce qui ne 
permet pas, bien souvent, d'atteindre I'epaisseur de 
0,76 nun precitee. Dans le cas de la realisation d*une 
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carte sans contact mixte, le positlonnement de 
1* interface H contacts connectie au module sans contact 
est particulierement d^licat a mettre en oeuvre. En 
effet, le module sans contact n'est pas reporte dans le 
5 corps de carte avec suffisamment de precision pour 
permettre une connexion convenable et automatis^e de 
1« interface ^ contact. Le rendement de tels proc^d^s 
est done faible. En plus, comme les cartes rejet^es 
contiennent d§ja le module electronique et la bobine, 

10 ces proc6d§s sont particulierement coOteux. 

On connalt par ailleurs des proc^dte de 
realisation de cartes sans contact selon lesquels : on 
depose un cadre rectangulaire sur une feuille 
thermoplastique inf^rieure, on depose un module 

15 Electronique, d€ji connects a une antenne, a 
I'int^rieur d'une cavity form^e par ledit cadre et 
ladite feuille int6rieure, puis on coule une rdsine 
thermodurcissable dans cette cavit§, avant de recouvrir 
cette dernidre d*une feuille thermoplastique 

20 supErieure. 

Les cartes r^alis^es par de tels proc6d6s 
pr^sentent, sur la tranche, une bande sinusoXdale 
inesth^tique. De plus, le positlonnement du module d 
l*interieur de la carte n'est qu'approximatif . II est 

25 done particulierement difficile d*ajouter une interface 
a contact aux cartes r^alisEes par ces procedte. 

La prEsente invention a pour but de proposer un 
precede de fabrication de cartes sans contact qui 
pallie les inconvenients pr^cites, et qui permette en 

30 particulier d^obtenir aistoent des cartes esth^tiques 
de faible Epaisseur, avec un bon rendement, il un 
moindre coat, et en minimisant 1 * imprecision du report 
du module electronique dans le corps de carte. 

Ce but, ainsi que d*autres qui apparaitront par la 
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suite, sont attaints grSce a un precede de fabrication 
d'une carte sans contact conportant un corps de carte, 
un module ^lectronique comprenant une puce ^ circuit 
int^gr^ et deux plages de contact, et une antenne 
5 relive aux plages de contact dudit nodule par 
1 • interm€diaire de deux bornes de contact, caract^isd 
en ce qu'il comporte une §tape selon laquelle on manage 
dans le corps de carte une cavity laissant apparaitre 
lesdites bornes de contact de 1* antenne, et une 6tape 

10 selon laquelle on reporte le module electronique, dans 
la cavity du corps de carte. 

La description qui va suivre et qui ne pr^sente 
aucun caractere limitatif, permettra de mieux 
comprendre la mani^re dont 1» invention peut etre mise 

15 en pratique. 

Elle doit 6tre lue en regard des dessins annexes, 
dans lesquels : 

- la figure 1 montre, en coupe transversale, une 
carte sans contact obtenue selon le proc^d^ de 

20 1» invention ; 

- la figure 2 il lustre, en vue de dessus, une 
§tape du precede de !• invention dans laquelle on 
dispose une antenne sur une feullle themoplastique du 
corps de carte ; 

25 - la figure 3 il lustre l*6tape pr^cit^e en coupe 

transversale ; 

- la figure 4 il lustre, en vue de dessus, une 
etape du proc^d^ de !• invention dans laquelle on depose 
une couche thermoplastique sur un ensemble feuille 

30 thermoplastique*antenne, selon un premier mode de 
realisation de 1* invention ; 

- la figure 5 il lustre 1 'etape pr^cit^e, en coupe 
transversale, ainsi qu'une etape de report du module 
dans une cavite de la carte ; 
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- la figure 6 11 lustre en vue de dessus^ une ^'tape 
du proced§ de 1* invention dans laquelle on depose une 
couche thermoplastique sur un ensemble feuille 
thermoplastique-antenne, selon un second mode de 

5 realisation de 1* invention ; et 

- la figure 7 illustre I'Stape prScit^e^ en coupe 
transversale, ainsi qu'une §tape de report du module 
dans une cavity de la carte. 

La figure 1 montre, en coupe transversale, une 
10 carte sans contact obtenue selon le proc^d^ de 
1' invention. Cette carte est r^f^rencte 1 dans son 
ensemble. 

Elle comporte un corps de carte 2 compost d*une 
feuille thermoplastique inf^rieure 3 et d*une couche 

15 thermoplastique sup^rieure 4. 

Elle comporte aussi une antenne 5, disposee au 
dessus de la feuille 3. Cette antenne 5 est 
§ventuellement noy&e dans une couche de colle 6 
representee en traits tir6s sur la figure x. 

20 Enfin, elle comporte un module eiectronique 7, 

situi dans la couche 4, au dessus de 1* antenne 5. Ce 
module €lectronique 7 comprend une puce d circuits 
integr6s 8 connectee, par 1 ' intermidiaire de fils 
conducteurs 9, a un ensemble de plots metalliques 10 et 

25 11 formant des metallisations. Les plots 10 et 11, dans 
un exemple au nombre de huit, sont situ^s au dessus de 
la puce 8 et affleurent & la surface de la carte 1. 
Seuls les plots 11, au nombre de deux, situSs, par 
exemple, a la peripheric des metallisations, sont 

30 connectes en outre S deux plages de contact metallig[ue6 
infer ieures 12 du module 7. Cette connexion est 
realisee, par des fils conducteurs non representes, ou 
alors, par une bande conductrice qui serait disposee 
verticalement sur des faces laterales 13 du module 7, 
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pli^e en ses extrimites, en vue de connecter 
ef f icacement les plots 11 et les plages 12. Enfin, le 
module 7 comprend une resine de protection 14, dans 
laquelle sont fig^s les diffirents 616nents pr€cit6s. 
5 Les plages de contact 12 du module 7 sont en 

contact electrique avec deux bornes de contact 15 de 
l*antenne 5. Ce contact peut &tre direct, r§alise par 
1 * intermediaire d'une resine conductrice ou par tout 
autre moyen et notamment, par une languette m^talligue 

10 a effet ressort. 

Afin de rSaliser une telle carte, le procfid^ de 
1' invention propose de disposer prealablement I'antenne 
5 sur la feuille thermoplastique 3, de mani^re d former 
un ensemble 16 : feuille thermoplastique-antenne. Cette 

15 premiere 6tape est illustree aux figures 2 et 3« 

L*antenne 5 est form6e d'un di&lectrique m6tallis6 
ou contre-colle avec du m^tal, d'une feuille de m^tal, 
ou d*une bobine de fils. Elle peut dtre r^alis^e par 
differentes methodes, et notamment et respectivement, 

20 en 6tant gravSe chimiquement , par estan^ge, ou par 
bobinage d*un fil. Elle peut §tre rialiste par le d6pdt 
d'un promoteur d*adh§rence sur la feuille 
thermoplastique 3 par s^rigraphie puis metallisation 
par d^pdt chimique. Sur la figure 2, l*antenne 5 est 

25 disposde sur une face de la feuille 3 sous la forme 
d*une spirale 5 Ik trois spires dont les deux 
extr^mit^s, c»est-a-dire les bornes de contact 15, sont 
localis^es en regard et d proximity I'une de 1 'autre, 
I'une a 1' inter ieur et 1* autre d I'ext^rieur de ladite 

30 spirale. L*antenne 5 peut avoir une configuration 
g^om^trique quelconque« Le nombre de spires est donn6 d 
titre seulement indicatif. En outre, la feuille peut 
etre m^tallisee double face, et dans ce cas, il peut y 
avoir des spires sur 1* autre face. Pour cette 
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realisation^ on etablit selon la technique des circuits 
imprimis double faces les trous m^tallis^s de passage 
d'une face a 1' autre* On peat alors supprimer la 
contra inte d* avoir & passer toutes les spires entre les 
5 bornes de contact 15. Plutdt que d* avoir des circuits 
double face on peut, par plusieurs operations de 
serigraphie successives, dfefinir des spires 
multicouches. Par ailleurs, dans le cas oil l*antenne 5 
est une antenne hyper frequences, sa configuration peut 

10 etre rectangulaire d deux faces. Dans ce cas, 1' antenne 
hyper frequences comporte une bande de cuivre, sur sa 
face super ieure. De plus, un trou metallise relie 
eiectriquement la face inferieure la face super ieure. 
Une extremite de la bande de cuivre ainsi que le trou 

15 metallise peuvent, dans cet exemple d*antenne 
hyperfrequences, const ituer les bornes de contact 15. 
Quelque soit sa configuration geometrique, 1' antenne 5 
doit pouvoir etre realisee dans l"epaisseur de la 
carte 1. Elle epouse, par son contour exterieur, 

20 sensiblement et de preference, les contours exterieurs 
de la feuille 3. Sa portee et ses capacites de 
reception, qui dependent de la surface de flux 
magnetique qu'elle couvre, seront ainsi maximales. 
C*est la raison pour laquelle la spirale 5 est, comme 

25 la carte 1, rectangulaire. 

La feuille thermoplasticpie 3 a sensiblement la 
longueur et la largeiu: de la carte que l*on veut 
obtenir. Elle sera en fait legdrement plus petite de 
fa9on ^ ce que l»on puisse la positionner dans un moule 

30 faisant un certain jeu lateral. Son epaisseur est 
moindre : elle est de I'ordre de 180 micrometres pour 
une carte standard correspondant d la norme ISO 7810. 
Cette feuille 3 est composee, par exemple, de PVC 
(chlorure de polyvinyl), de PC (polycarbonate), d'ABS 
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(acrylonitrile-butadiSne-styrdne) , de PET 

(polySthyldne) , de PETG (t^rephtalate de poly€thyldne 
glycol) , de PVDF (polyf luorure de vinylid^ne) ou de 
tout autre film thermoplastique de propri^t^s 
5 equivalentes. 

L'antenne 5, dispos^e sur la feuille de 
thermoplastique 3, peut dtre fixde par collage. 

L'antenne 5 peut Stre avantageusement enduite et 
noyee dans de la colle thermoactivable r^ferencte 6 en 

10 figure 3. La fixation de l'antenne 5 sur la feuille 3 
est ainsi am^lioree. Dans ce cas, les bornes de contact 
11 de l'antenne 5 ne seront pas enduites, ce qui 
permettra de les connecter avec le module 7. Dans un 
certain nombre de cas, cette enduction ne sera pas 

15 n^cessaire, 1' adherence 6tant alors obtenue par 
exemple, par le ramollissement de la natidre 
thermoplastique apparaissant aux temp6ratures de nise 
en oeuvre de 1' invention consid^r^es. 

Selon une autre ^tape du precede de 1' invention 

20 illustr^e dans les figures 4 & 7, on recouvre 
1' ensemble feuille thermoplastique-antenne 16, 4 
1' exception des bornes de contact 15, de la couche 
thermoplastique 4. 

Cette etape est avantageusement r^alis^e par 

25 surmoulage. En ce qui concerne la matidre utilis^e en 
vue de la fabrication de la couche 4, on utilisera 
volontiers de 1*ABS, un PC, de 1»ABS/PC, du PET ou un 
polyamide. Le moule utilise comporte alors 
avantageusement un dispositif permettant de plaquer 

30 1* ensemble 16, de manidre d ce que, pendant 1' injection 
du thermoplastique destine d former la couche 4, la 
feuille 3 reste parfaitement en position, plaqu^e 
centre I'une des faces du moule. Ce dispositif est 
form^, par exemple, d'une pompe d' aspiration reliee ^ 
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de petits orifices perc^s directement dans la face du 
moule visSe ci-dessus. 

Par ailleurs, le moule utilise conporte un ou des 
noyaux qui couvrent les bornes de contact 15 de 
5 l*antenne 5 et qui r6servent la place du module 7. De 
cette mani^re, on forme une cavity 17 (figures 4 & 7), 
dont les dimensions sont voisines des dimensions du 
module 7. Ce noyau exergant une pression suffisamment 
forte centre les bornes de contact 15, celles-ci ne 

10 seront pas recouvertes par la couche 4 et el les 
apparaitront naturellement au fond de la cavity 17. 
Selon la conformation du noyau utilise, la cavity 17 
peut prendre un relief quelconque. Les figures 4 et 6 
pr^sentent deux types de cavit^s a section 

15 rectangulaire, particuli6rement adaptSes a recevoir des 
modules parall^l^pidiques* N^anmoins, ces cavit6s 17, 
presentees aux figures 4 et 6, ont une decoupe 
differente. En effet, la cavity 17 pr^sent^e en 
figure 5 a une decoupe parall616pip6dique a fond plat, 

20 alors que la cavity 17 prSsent^e en figure 7 montre un 
plan 18, traverse par deux ouvertures verticales 19 de 
section oblongue qui d^bouchent sur les bornes de 
contact 15. 

Selon une autre 6tape encore du proc^d^ de 
25 1* invention, on reporte le module ^lectronique 7 dans 
la cavity 17 du corps de carte 2. Cette 6tape est 
illustree aux figures 5 et 7. 

Bien entendu !• invention ne se limite pas au 
report d'un module 61ectronique d6j& complet dans la 
30 cavite 17. Par exemple, on peut proc^der diff£remment 
en reportant dans la cavity 17 la puce 8 nue. Les deux 
plages de contact 12 seront alors connect6es aux bornes 
de contact 15 de I'antenne 5 avant le report de la 
puce 8. Les connexions aux plots 10 et 11, report^es en 
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dernier lieu seront effectuees apres le report de la 
puce 8, de maniere a ce que les extr6init6s des fils 
conducteurs soient prSts k recevoir les metallisations. 
En figure 5, le module 7 est parall616pip§dique« 
5 La cavite 17, qui lui est compltoentaire, comporte en 
son fond, des cotes opposes, les plages de contact 
12, Lors du report du module 7 dans la cavit6 17, les 
deux plages de contact 12 du module 7, viennent 
directement au contact des homes de contact 15 de 

10 l*antenne 5. Le module 7 est fix6 dans le fond de la 
cavite 17, par exemple, par une colle cyanocrylate ou 
une colle thermoactivable ou un adhdsif a froid, et a 
I'endroit des connexions, par exemple, par quelques 
gouttes de colle conductrice a base d'un ^poxy ou d'un 

15 acrylate charge en argent par exemple. 

En figure 7, le module 7 a une conformation 
standard. Les plages de contact 12 du module 7 sont 
disposies dans la partie sup^rieure de ce module, & 
proximity des metallisations. Les faces laterales 

20 verticales 13 sont r^duites par rapport a la hauteur du 
module 7. Dans un exemple, les plages de contact sont 
constitutes par l^envers de la grille de metallisation 
conduisant a la realisation des connexions metalliques. 
Lors du report du module 7 dans la cavite 17, les 

25 plages de contact I2 du module 7 vont venir reposer sur 
le plan 18. Afin d* assurer une liaison eiectrique entre 
ces plages 12 et les homes 15, les ouvertures 19 sont 
remplies d'un polym^re conducteur tel qu*une pSte a 
hraser, ou une colle conductrice. On peut aussi 

30 disposer dans les ouvertures 19, des languettes ou 
ressorts metalliques. Le module 7 sera fixe dans la 
cavite 17 par une colle a base de, par exemple, 
cyanoacrylate, ou alors par un adhesif a froid ou 
thermoactivable . 
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REVBHDZCATZOMS 

1. Proc^dS de fabrication d*une carte sans contact 
(1) portant un corps de carte (2), un module 
electronique (7) conprenant une puce & circuit integr^ 
(8) et deux plages de contact (12), et une antenne (5) 

5 relive aux plages de contact (12) dudit nodule (7) par 
1* intem^diaire de deux bornes de contact (15), 
caracterise en ce qu'il comporte une 6tape selon 
laquelle on manage dans le corps de carte (2) une 
cavite (7) laissant apparaltre lesdites bornes de 
10 contact (12) de l*antenne (5), et une 6tape selon 
laquelle on reporte le nodule Electronique (7) , dans la 
cavity (17) du corps de carte (2). 

2. Proc6d6 selon la revendication 1, caract€ris6 
en ce qu*on dispose pr§alablement 1 'antenne (5) sur une 

15 feuille thennoplastique (3) du corps de carte (2) de 

manidre a former un ensemble (16) : feuille 
thermoplas'tique-antenne . 

3. Proc£d6 selon la revendication 2, caract6ris6 
en ce que 1> antenne est dispos§e sur la feuille 

20 thermoplastique (3) sous la forme d'une spirale dont 
les extr6mit§s, c'est-a-dire les bornes de contact 
(15), sont localis^es en regard l"une de l*autre, I'une 
d l*int§rieur et 1' autre h l*ext6rieur de ladite 
spirale. 

25 4. Proced^ selon la revendication 2 ou 3, 

caract§rise en ce que 1' antenne (5) dispos^e sur la 
feuille de thermoplastique (3) est fix^e sur ladite 
feuille (3) par collage. 

5. Proc§d6 selon I'une des revendications 2 ou 3, 

30 caract€ris6 en ce que 1» antenne (5) est dispos§e sur la 
feuille thermoplastique (3) par le d€p6t d'un promoteur 
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d 'adherence sur ladite feuille thermoplastique (3) par 
s^rigraphie puis metalisation par d^pdt chlnique. 

6. Procede selon l*une quelconque des 
revendications pr#c€dentes, caract6ris6 en ce qu*on 

5 enduit I'antenne (5), d 1' exception de ses homes de 
contact (15), d*une colle thermoactivable (6). 

7. Proc6d6 selon l*une des revendications 2^6, 
caract^ris4 en ce qu'on recouvre l^ensei&ble feuille 
themoplastique-antenne (16) , i 1" exception des bornes 

10 de contact (15), d"une couche thermoplastique (4) en 
vue de former la cavity (17). 

8. Proc6d4 selon la revendication 1, caractSrise 
en ce que la couche thermoplastique est dispos^e sur 
1' ensemble (16) feuille thermoplastique-antenne par 

15 moulage en utxlisant un moule comportant un noyau 
recouvrant les bornes de contact (15) de l*antenne (5). 

9. Precede selon I'une quelconque des 
revendications pr^c^dentes, caracterise en ce qu'on 
forme la cavite (17) avec un plan (18) perc§ 

20 d'ouvertures (19) au fond desquelles apparaissent les 
bornes de contact (15) de I'antenne (5). 




FIG. 3 
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